（AC76_ABEQ_ACED）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用6（3）9（3）
	0.3塞孔，白油块5-20微米，增加ACED
	20170526
	AC76ABEQACED20170540

	共用3,6,8（4），10（5），11（5），14预审1,4,5
	
	20170508
	AC76ABEQ20170407
AC76ABEQ20161218

	
	
	20161201
	AC76ABEQ20161148


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
     1.优先等级:
      订单要求>顾客制板信息及要求>部分顾客要求>PCB行业标准
     2.标记：

      PCB 厂家信息(包括厂家标识、UL 认证标识、UL 文件中的型号、UL 认证文件号、PCB 阻燃等级、PCB 生产周期等“yyww”)以及防静电标识需要印在板面上；标识位置的基本原则：不影响焊接作业、标识相对集中、靠近边缘元器件较少的区域，不能放在 条码框（Bar code）内。若因 PCB 板较小和器件密集导致难以印上以上信息时，可以缩小字体以不影响目视为准；如在已 减小字体后仍不能放全以上信息时，则“厂家标识；批次号；UL 标识号”这三个为必选项，其 它可省略（厂家标识，ESD 标识
 3.孔尺寸公差：
	  内容
	
	要求
	

	
	
	
	
	
	

	孔壁铜厚(PTH)(μm)
	
	最小20UM，平均25UM.
	

	
	
	
	
	
	

	孔壁粗糙度(μm)
	
	≤25
	

	
	
	
	
	
	

	
	孔径大小范围
	PTH
	
	NPTH
	

	
	
	
	
	
	

	孔径公差(mm)
	钻孔
	±0.075
	
	±0.05
	

	
	
	
	
	
	

	
	钻槽孔
	槽宽方向±0075mm； 槽长/槽宽<2:槽长方向±0.1mm； 槽长/槽宽≥2:槽长方向±0.075mm 
	
	槽宽方向±0.05mm； 槽长/槽宽<2:槽长方向±0.075mm； 槽长/槽宽≥2:槽长方向±0.05mm 

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	铣槽孔
	±0.13
	
	±0.10
	

	
	
	
	
	
	

	孔中心位置偏差(mm/mil)
	
	≤0.075/3
	

	
	
	
	
	
	


 4.铜厚 
 板中的铜箔厚度如无特殊说明，统一按成品铜厚 35μm 加工(包括内层和外层铜箔)
	内容
	内容
	
	要求
	
	

	
	
	
	
	
	

	基铜铜厚(μm/oz)
	17.5/0.5
	35/1
	70/2
	

	
	
	
	
	
	

	*成品铜厚
	外层
	≥33
	≥46
	≥76
	

	(μm/oz)
	
	
	
	
	

	
	内层
	≥12
	≥25
	≥56
	


5.线路

1) 多层板内层孤立焊盘（即非功能性焊盘）可删除； 

2) 焊盘与导线的连接面积过小时，允许在接触部分以增加泪滴处理； 

3) 如果内层线路菲林中的花焊盘出现了桥宽在 10mil 以下的情况，允许直接加大到 10mil 以上，避免因桥断导致开路； 
4) 金手指位在内层设计中若没有铜皮，为了保证金手指位的厚度在成品板厚度公差范围 内，允许在金手指位内层增加铜皮； 

5) 单板基准点的焊盘直径尺寸公差为±0.1mm。 

6) 阴阳拼板图工艺边上的顶底层 MARK  点要完全重合，不能出现偏移，精度控制在 
+/-0.076mm。 
 6.阻焊：

        颜色（常规要求为绿 色，有特殊要求时以 GERBER 文件要求为），

        绿 色：南亚 LP-4G/G-05;
        蓝色：太阳 PSR-4000 BL01

        黑色：太阳 PSR-4000 EG23

               白色：容大H-8100 09WL2 
               绿色哑光：太阳（ PSR-4000 MP 、PSR-4000MH）

               塞孔油墨：太阳PSR4000 PF10、绿固LM-600 19GAP、容大H-9100 SK31 

	
	
	
	

	
	线路表面
	
	≥10

	
	
	
	

	阻焊厚度(μm)
	线路拐角
	
	≥7（2OZ 及以下成品铜厚板）

	
	
	
	

	
	
	
	≥10（2OZ 及以上成品铜厚板）

	
	
	
	


 注意：
1）2OZ 以下成品铜厚板：NSMD 焊盘与SMD 焊盘，附近阻焊厚度X1 与X2 不可高于焊盘35μm；阻焊塞孔，塞孔面阻焊厚度L 不可高于附近焊盘35μm。 

2) 2OZ 及以上成品铜厚板：要求印两遍绿油且保证线路拐角处阻焊厚度大于10μm，NSMD 焊盘与SMD 焊盘，附近阻焊厚度X1 与X2 不可高于焊盘50μm；阻焊塞孔，塞孔面阻焊厚度L 不可高于附近焊盘50μm。 
[image: image1.emf]  [image: image2.emf]
       3）顾客制板说明中无特殊要求时，MOS/QFP/QFN上过孔≥0.3mm的过孔，无论是单面开窗，还是双面开窗，均需塞孔，允许单边4mil的绿油环。如果孔径大于1.0MM无法塞孔需要跟客户确认；：MOS/QFP/QFN上过孔＜0.3mm的过孔，如果是双面开窗，不做需塞孔处理，如果是单面开窗，做塞孔处理，允许单边4mil的绿油环。
[image: image3.png]



7. 孔：

     a)盘孔等大或钻孔直径比焊盘直径大，而且该孔为孤立孔时，该孔按NPTH化处理；如果钻孔直径比焊盘直径小时，该孔按PTH处理； 
    b)在设计文件中，孔设计在铜箔上，而且该孔尺寸小于铜箔的尺寸，该孔统一作金属化 处理；如果该孔尺寸大于铜箔的尺寸，则该孔作非金属化处理；（有疑问时以顾客提供样板或EQ为准）
     c）在钻孔文件中，如有重孔时，可以删除其中重叠的小孔或者同等大小的钻孔，钻孔按 大孔尺寸加工；
       d） 针对只有一面有焊盘或铜皮连接的孔，该孔一样做成电镀孔
   8.设计细节：

  工程文件处理细节 

1) 如果金手指单个开窗，则允许修改为开满窗； 

2) 如果金手指顶部与其附近的焊盘太近时，导致金手指开窗与焊盘开窗间的绿油桥不足 1mm 时，允许绿油盖金手指的顶部，满足绿油桥最小宽度 1mm 要求； 

3) 要求所有IC或SMD焊盘设计有绿油桥，当无法做绿油桥时，需工程确认后生产 

4) 设计文件中没有特殊说明时，过孔阻焊窗直径比相应钻孔钻嘴直径大7mil。 （备注：对于 BGA 芯片下过孔按塞油处理；对于同一 PCB 上有部分两面没有开窗的 过孔以及单面开窗的过孔按 GERBER 文件进行塞油处理；而对于因我司设计要求的双 面开窗焊盘上的过孔进行树脂塞孔，不明处以工程问题单进行确认），以下为塞孔处 理方式： 

	
	处理方式

	
	

	BGA 芯片下方的过孔
	绿油塞孔

	
	

	两面都没有开窗的过孔
	绿油塞孔

	
	

	单面开窗的过孔
	绿油塞孔

	
	

	两面开窗焊盘上的过孔
	阻焊塞孔

	
	

	           盲埋孔
	             树脂塞孔


5) 网格设计大于 0.3x0.3mm 时按设计文件处理，小于等于 0.3x0.3mm 时按填实处理。 

6) 对于字符层中的白油块盖住插件焊盘和过孔的情况：对于插件焊盘一律在焊盘处作白油掏空处理，不允许白油上焊盘及过孔；对于过孔，允许白油上焊盘，但不允许 白油进过孔。
  9.字符：
      1）白色字符

      2）丝印字符重叠时，请将其中一个移开；元件面允许丝印字符上过孔孔环，但不允许入孔； 当丝印字符进入过孔、上焊盘或喷锡铜箔时，需要将丝印字符移开，同时需要反馈进行确认；
      3）顾客要求白油块的厚度在5-20μm
  10.外形：

  1）外形公差+/-0.2mm
        2)若板内无足够的 NPTH 作为加工定位孔，则允许在辅助边上(装配元件后需要掰开)加NPTH 定位孔
        3）如果单板上有元件孔设计为连孔，允许将连孔加工成条孔，加工后的尺寸以连孔的孔径及距离决定； 
        4）对于外角为直角的单板，设计文件无特殊要求时，单板四个外角统一做成 R1.5mm 的圆角
        5）铝基板批量板要求采用精密模具铳出，孔大小精度为+/-0.05mm，孔位偏差+/-0.075mm，外形精度为+/-0.1mm 
          11.槽：

1) 开孔层(L24:Drill Drawing)实心粗线表示开槽；方框也表示开槽，线中心到线中心 表示槽的大小；圆圈表示圆孔。若有重叠保留大圆，尺寸均按实测数据为准； 

2) 槽不在铜箔或元器件的焊盘上时，统一作非金属化处理； 

3) 槽设计在铜箔或元器件的焊盘上，且该槽尺寸小于铜箔或元器件的焊盘时，统一作金 属化处理； 

4) 所有板上的开槽尺寸大小都按 Gerber 文件实测为准；封闭的铣槽尺寸测量以开槽线条中心为准 

5) （已经删除）
6) 开孔层中有板内方槽符号时一定要做成方槽，但允许有 R0.4mm 圆弧(即用 0.8mm 钻在 方槽的四个内角上)，方槽的宽度和长度均按实测数据。 

12.V－CUT 

1）当板厚尺寸＜1.6mm 时，双面 V－CUT 中间剩余厚度要求为 0.4±0.1mm； 

2）当板厚尺寸大于等于 1.6mm 小于 2.5mm 时，双面 V-CUT 中间剩余厚度要求为 0.5± 0.1mm； 

3）当板厚尺寸大于等于 2.5mm 时，双面 V-CUT 中间剩余厚度要求为 0.6±0.1mm； 

4）V-CUT 角度为 45°。特殊情况下，为防止 V-CUT 伤及走线、铜皮或丝印，允许使用 30°的 V-CUT 角。（但必须邮件书面通知客户）。 

                5）V-CUT 连接形成的夹角分开后单板的弧度在走刀有困难时不作要求，但要保证 V-CUT 分开后单板有明显的倒角，见下图：

                 [image: image4.png]



           6）拼板图中标示有“V-CUT”字符的，说明单板之间采用 V-CUT 方式连接，连接处需要 做 
V-CUT，若有不明处以工程问题单进行确认
[image: image8.emf]图1.png


	13.翘曲度：


	
	
	

	材类型
	板厚
	1.00～2.0(mm)
	2.1～3.0mm

	FR-4
	SMT
	≤0.75%
	≤0.75%

	
	
	
	

	
	THT
	≤1%
	≤1%

	
	
	
	

	
	
	
	

	铝基板
	
	0.4%
	0.4%


      注：1）同时存在 SMT 和 THT 时，按 SMT 的要求；
          2）铝基板的中心变形方向必须为铝材面平整或向外凸
14.共性问题处理办法：

                                           
[image: image5.emf]共性问题处理办法. xls


   预审部分：
1.材料：

    双面板板材要求：仅限以下供应商及型号：生益、联茂、建滔，要求 CTI≥175，并有 UL 认
证。优选生益，联茂。使用建滔板材，每半年提供一次耐 CAF 板材测试报告。热分解温度和 吸水率对于建滔板材不适用，以板材厂家资料为准。
    四层及以上多层板芯板及半固化要求：仅限以下供应商及型号：生益（S1000h）、联茂(IT158)，
要求 Tg≥150，CTI≥175，并有 UL 认证。当板中有密集散热孔设计时，需考虑使用生益(S1000-2),
联茂(IT180A)
   顾客使用中TG时，直接更改为高TG,无需确认
     铝基板板材：

    铝基板采用美国贝格斯板材，共有 1.8mm 和3.4mm两种板厚，板材类型为:1）绝缘层(MP-06503)+厚度1.57mm 铝基材(5052) +铜厚4OZ； 2）绝缘层(HT-04503)+厚度3.18mm 铝基材(5052)+铜厚4OZ； 3）绝缘层(HT-07006)+厚度1.57mm 铝基材(6061)+铜厚4OZ 
	2.板厚公差：
	
	
	
	
	
	
	
	

	成品板厚
	
	1.00～1.6mm
	
	1.61～2.0mm
	
	2.01～2.5mm
	
	2.51-3.0mm
	3.01-3.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公差
	
	±0.15mm
	
	±0.20mm
	
	
	±0.22mm
	
	±0.25mm
	±0.3m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.叠层结构：
        多层板介质材料厚度：
    1.2mm 的成品板各层介质厚度要求大于等于 0.25mm；
         1.2mm 以上的成品板各层介质厚度要求大于等于 0.3mm（四层板）/0.2mm（六层板）
     备注： Gerber 文件中关于介质厚度的要求如与 以上要求不一致时，需要EQ确认。

   4.表面处理：

  有铅喷锡需要更改为无铅喷锡

      如下图表面处理要求，直接按无铅喷锡制作，无需确认
        [image: image6.png]All Sprayed with Tin Solder,




    沉锡：锡厚范围0.8-1.2μm

    5.如果为汽车电子产品,预审需要传递给CAM为汽车电子产品,如下AUTO(CARS)就是汽车电子产品,汽车电子产品必须按IPC III级标准执行
                       [image: image7.png]1 AII ENIG

2: Soldermask CoIor GREEN
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CAM部分：
1.打叉要求：

    1）允许1个单板打叉

    2）汽车电子产品的 PCB 不允许有打叉板
    3）四层板及以下单叉板接收量为订单量 1%，六层及以上单叉板接收量为订 单量 10%。
2.ERP备注： 开路板不允许补线
� EMBED Package  ���








[image: image9.emf]图1.png

_1555755645.xls
常见项目汇总

		问题类型		制作要求		问题描述		改善建议		附图链接		顾客回复意见

		字符		字符上锡面		此板为厚铜板，由于厚铜存在高低落差，板内类似图示部分在基材区域部分铜皮区域的字符会模糊残缺		铜后大于2oz的订单字符设计时优化好，尽量保证在铜皮或者基材上；上锡面的字符若不影响焊接，建议接受上锡面		图1		2OZ按原稿做，3 & 4OZ放大1.2倍(大于等于3OZ铜厚的与客户确认让客户移动)

						类似图示丝印上大锡面						优先移旁边

		孔铜		孔铜25um		要求的孔铜，图请确认		孔铜按IPC-3级标准：最小20um、平均25um控制。		图2		OK

						要求的孔铜，图请确认						OK

		过孔工艺		过孔要求塞孔，实际文件两面开窗		要求过孔阻焊塞孔，但文件中部分孔为两面开窗的效果例如图示，请确认这此些过孔是否需要塞孔制作？		两面开窗设计的孔按文件，不塞孔		图3		不论单面或双面在阻焊或焊盘上的孔都要塞孔，允许单边4MILS的绿油帽

						要求过孔阻焊塞孔，但文件中所有20mil的过孔双面阻焊开窗如图示，请确认这些过孔是否需要塞孔制作？

						图1所示，实际文件中有过孔全部是双面阻焊开窗的，协议要求塞孔。冲突了，请确认

		表面工艺		表面工艺要求不明确		如图所示表面工艺不确定,请确认		无铅喷锡制作		图5		无铅喷锡制作

						图4所示表面工艺不确定，协议要求需无铅喷锡，请确认

		外形		桥连位置无邮票孔		如图所示所有的桥连处都没有邮票孔，不知是否要加？		按文件中的拼板外形做，桥连处不用加邮票孔。		图4		按文件中的拼板外形做，桥连处不用加邮票孔。

						贵司设计桥连宽度太宽，分板困难

		钻孔		槽孔公差要求		如图这些槽孔尺寸太大，槽孔精度难以控制，请确认？		金属槽：槽宽方向±0.075；槽长/槽宽<2:槽长方向+/-0.1mm  槽长/槽宽≥2:槽长方向+/-0.075mm
非金属槽：槽宽方向±0.05；槽长/槽宽<2:槽长方向+/-0.075mm  槽长/槽宽≥2:槽长方向+/-0.05mm；金属铣槽公差+/-0.13mm；非金属铣槽+/-0.1mm		图7		可以

		拼板		拼板方向要求		客户设计的LEDboard设计为顺拼，工程师制作时立即错误，做成了旋转拼版		将此问题列入协议，工程师查看时提醒工程师核实拼版方向		图8		按文件中旗子和板名一致的方式拼板，如旗子和板名方式不一致，需要工程确认
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问题收集

		型号		日期*
YYYY-MM-DD		问题
 类型*
Types of Problems		问题描述*
Problem Description		兴森快捷建议*
(Recommendation,suggestion)				请选择答复*
Pls choose one option

		2AC76005A0（02011793_HD9MS-A069-0020-DIB1_4.0-Gerber）		1/22/17		线路		顶底层图示高亮的保护环离v-cut线很近，会削掉部分		A		允许保护环削掉部分		A

										B

										C

				1/22/17		线路		图示的SMT焊盘设计靠近板边，按文件制作会导致板边露铜批锋		A		允许我司削铜8mil，保证不露铜		A

										B		按文件允许露铜，接受有批锋毛刺

										C

		4AC7600XA0（02011792_HD9MS-A069-0057-BPB1_2.0-Gerber）		1/22/17		线路		如图有未连接好的断线头，我司无法判断连接关系		A		按文件制作，断线不连接		A

										B		删除此断线头

										C

				1/22/17		标注尺寸		图纸标注的尺寸与实际文件中的尺寸不一致，实际测量尺寸为139.032mm，因为拼板下方工艺边与单元板之间的间距为2.032mm		A		尺寸以实际文件为准		A

										B		按标注尺寸，将间距改为2mm来制作

										C

				1/22/17		过孔处理		要求过孔阻焊塞孔，但文件中部分孔为两面开窗的效果例如图示，请确认这此些过孔是否需要塞孔制作？		A		图示16mil和20mil两面开窗的过孔删除两面开窗再塞孔制作		B

										B		图示16mil和20mil两面开窗的过孔按文件制作，不塞孔

										C

		4AC76012A0（02012152_S6-D2_1.0-Gerber）		1/22/17		过孔处理		要求过孔阻焊塞孔，但文件中所有20mil的过孔双面阻焊开窗如图示，请确认这些过孔是否需要塞孔制作？		A		图示双面开窗的20mil孔删除其双面开窗并塞孔		B

										B		双面开窗的孔按文件，不塞孔

										C

		4AC7600YA0（02011795_HD90S-C1-TIOB1_1.0-Gerber）		1/22/17		过孔处理		图1所示，实际文件中有过孔全部是双面阻焊开窗的，协议要求塞孔。冲突了，请确认		A		成品孔径16mil、20mil的过孔独立阻焊开窗删除，按阻焊塞孔。其它的孔径不塞按文件。		A

										B		忽略协议要求，按实际文件制作，此板不塞孔。

										C		请给出您的建议

				1/22/17		其它
other		要求的孔铜，图请确认		A		孔铜按IPC-3级标准：最小20um、平均25um控制。		A

										B

										C

		4AC76014A0（02011798_HD90S-C1-PS2_2.0-Gerber）		1/22/17		过孔处理		图1所示，实际文件中有过孔全部是双面阻焊开窗的，协议要求塞孔。冲突了，请确认		A		忽略协议要求，按实际文件制作，此板不塞孔。		A

										B

										C

				1/22/17		其它
other		要求的孔铜，图请确认		A		孔铜按IPC-3级标准：最小20um、平均25um控制。		A

										B

										C

				1/22/17		其它
other		图2紫色高亮所示，孔符层中高亮的按实际文件大小制作铣槽？		A		图2紫色高亮所示，孔符层中高亮的按实际文件大小制作非金属化铣槽。		A

										B

										C

		2AC76002A0（02011796_HD90S-C1-THB1_1.0-Gerber）		1/22/17		过孔处理		要求塞孔，图示单面开窗的一个过孔是否需要将另一面的阻焊开窗删除再塞孔制作？		A		删除另一面的开窗按两面盖油并塞孔制作		Reject all

										B		按文件制作

										C

		4AC7600WA0（02011558_NS3T373M5_2.0-Gerber）		1/22/17		过孔处理		贵司协议要求过孔阻焊塞孔，现板内有20mil的过孔为双面阻焊开窗的效果，部分为星月孔部分钻在大锡面上例如图示，不知此种孔径的过孔是否需要塞孔制作？		A		双面开窗的孔按文件，不塞孔		A

										B		所有20mil的过孔也按阻焊开窗制作，删除过孔的独立圆形开窗再塞孔制作，钻在大锡面上的保证开窗面没有阻焊油帽

										C		所有20mil的过孔也按树脂塞孔制作，过孔的开窗按文件保留制作，树脂塞孔成本会增加具体与我司销售联络

				1/22/17		字符		此板为厚铜板，由于厚铜存在高低落差，板内类似图示部分在基材区域部分铜皮区域的字符会模糊残缺		A		按设计文件，接受字符模糊、残缺		A

										B

										C

				1/22/17		线路
circuit pattern		内层线路层有一些无铜区域如图黄色圆环标注处，是否允许我司在这些区域加阻流块？		A		允许我司在这些区域添加阻流块，且避开其他物件		B

										B		按文件制作

										C

		2AC76003A0（02011952_HD9MS-A069-0057-DRB1_3.0-Gerber）		1/22/17		字符		类似图示丝印上大锡面		A		按文件，接受丝印上大锡面		B

										B		削掉锡面上的丝印，接受丝印残缺或者丝印不出

										C

				1/22/17		其它
other		如图尺寸标注与实际测量有少许差异，请确认		A		按实际文件为准		A

										B

										C

				1/22/17		其它
other		如图这些槽孔尺寸太大，槽孔精度难以控制，请确认是否接受这些槽尺寸公差按+/0.13mm？		A		接受这些槽尺寸公差按+/-0.13mm		A

										B

										C

				1/22/17		其它
other		类似图示桥连位置没有邮票孔		A		按文件制作，不额外加邮票孔		A

										B

										C

		6AC76007A0（02012157_V170-30Z853ALU2_1.0-Gerber）		1/22/17		其它
other		如图所示孔铜不知是最小的还是指平均孔铜？		A		按最小孔铜20um,平均孔铜25um。		B

										B		按最小孔铜25um。

										C

				1/22/17		其它
other		如图所示的外层铜厚不知是指完成铜厚还是基铜，请确认？		A		外层按完成铜厚1oz控制。		B

										B		外层按1oz+plating做。

										C

				1/22/17		外形
outline		如图所示所有的桥连处都没有邮票孔，不知是否要加？		A		按文件中的拼板外形做，桥连处不用加邮票孔。		A

										B		允许在桥连处按我司常规加邮票孔。

										C

				1/22/17		其它
other		如图所示孔符层这处紫色的线不知是做什么的？		A		忽略这处紫色的线。		B

										B		孔符层这处紫色的线为非金属铣槽。

										C

		4AC7600NA0（02011832_MCTC-CTB-H1_2.0-Gerber）		12/28/16		线路		图示要求的外层1oz铜是否指外层成品铜厚按1oz来制作？		A		外层成品铜厚按1oz来制作		B

										B		外层基铜按1oz制作

										C

				12/28/16		钻孔/槽孔		图示的孔铜厚度是最小25um还是平均25um?		A		建议按最小20um制作，平均25um制作，符合IPC III级标准		B

										B		建议按最小25um制作

										C

				12/28/16		过孔处理		贵司协议提到两面开窗焊盘上的过孔需树脂塞孔处理，现板内部分16mil的过孔为两面开小窗的效果例如力示，请确认这些孔是否需要塞孔制作？		A		类似图示双面开窗的孔删除其双面开窗并塞孔		B

										B		类似图示两面开窗的过孔按文件制作

										C

				12/28/16		拼板/外形		贵司设计桥连宽度太宽，分板困难		A		在桥连处增加邮票孔		B

										B		按文件制作桥连，由贵司采取其他方式辅助分板

										C

		4AC7600DA0（02011246_FPWR-73_5.0）		12/15/16		线路		图示要求的外层2oz铜是否指外层成品铜厚按2oz来制作？		A		外层成品铜厚按2oz来制作		A

										B		如外层铜按2oz制作，需接受字符模糊及残缺的问题，因为板内字符高度不足45mil

										C

				12/15/16		钻孔/槽孔		图示的孔铜厚度是最小25um还是平均25um?		A		建议按最小20um制作，平均25um制作，符合IPC III级标准		A

										B		建议按最小25um制作

										C

				12/15/16		过孔处理		贵司协议提到单面盖油的过孔塞孔制作，现图示4个12mil的过孔对应底层为开小窗的效果，顶层为盖油的效果，塞孔后底层的小开窗会被绿油盖掉，请确认		A		图示4个过孔不塞孔，在盖油面增加比孔单边大3mil的小开窗（效果为锡圈）		A

										B		删除图示过孔底层的小开窗再按塞孔制作

										C		正常塞孔制作，接受底层的小开窗被绿油盖掉

				12/15/16		过孔处理		贵司协议提到两面开窗焊盘上的过孔需树脂塞孔处理，现板内部分16mil和20mil的过孔为两面开小窗的效果，还是部分16mil的过孔对应顶层为大锡面的开窗，对应底层为小开窗如图示，请确认这些孔是否需要塞孔制作？		A		类似图示双面开窗的孔按文件，不塞孔

										B

										C

				12/15/16		线路		此板铜厚较厚，现内层有一些空旷区域如图黄色圆环标注位置，为了避免层压填胶不足的风险，我司建议在这些空旷区域添加阻流块，这些阻流块是无电气连接的，请确认是否可以？		A		允许我司在图示黄色圆环标注的空旷区域添加无电气连接的阻流块		B

										B		按文件制作

										C

		4AC76006A0（02012048_V16A-54Z104BLI1_1.0）		11/29/16		其它
other		如图所示表面工艺不确定,请确认		A		表面工艺按有铅喷锡制作		B

										B		表面工艺按无铅喷锡制作

										C		表面工艺按沉锡制作,允许盘中塞孔有绿油冒

				11/29/16		其它
other		如图所示阻焊颜色不清楚是中绿色还是深绿色，我司与你司协议中有要求，中绿色有要求对应的阻焊油墨型号，深绿色对应用别的阻焊油墨型号，具体见图3，请确认		A		阻焊颜色按中绿色制作		A

										B		阻焊颜色按深绿色制作

										C

		6AC76002A0（02011970_IETV10VB1_1.0）		11/4/16		板材		图1所示，要求的中TG板材我司没料，也不备此种料。建议使用我司常备的高TG IT-180A的板材制作，请确认		A		使用我司常备的高TG IT-180A的板材制作		A

										B		采购 IT158 的中TG板材制作，交期与价格请与我司销售联系

										C

				11/4/16		其它
other		图2所示，通孔板内层没有0.33OZ的基铜厚，请确认		A		内层使用1OZ基铜制作		A

										B

										C

				11/4/16		其它
other		图3所示，要求的孔铜请确认		A		按IPC-3级标准控制：最小20um、平均25um		A

										B

										C

				11/4/16		其它
other		图4所示表面工艺不确定，协议要求需无铅喷锡，请确认		A		需同意Q1的A建议，表面工艺按：无铅喷锡		A

										B		不同意Q1的A建议，更改表面工艺按沉金制作

										C

				11/4/16		其它
other		图5所示，两处槽孔漏了阻焊开窗。请确认		A		顶、底阻焊层按加比槽孔焊盘大的正常阻焊开窗制作		A

										B

										C

				11/4/16		丝印
legend		图6所示，设计的字符白油块上盘，请确认		A		类似的用阻焊削白油块，露出焊盘或孔盘制作。		A

										B		类似的按文件，允许白油入孔、允许白油上焊盘，无法插件、无法焊接不理会。

										C

				11/4/16		过孔工艺
via disposal		协议要求过孔需塞孔制作，图7所示，文件中有很多双面阻焊开窗的过孔，请确认		A		双面阻焊开窗的过孔不塞孔，按文件。		A

										B		成品孔径0.508mm的过孔独立阻焊开窗删除，按阻焊塞孔制作。其它双面阻焊开窗的孔不塞，按文件。

										C

				11/4/16		其它
other		图8所示，协议中要求的阻焊型号不理解，且我司没有要求的深绿色型号。要求使用绿色阻焊油墨，请确认		A		使用我司常备的绿色阻焊油墨，型号：PSR-4000  G23K		A

										B

										C

				11/4/16		标记
mark		图9所示，协议中要求加的批次号不明确是加什么？		A		此板加我司快捷的全套标记制作。忽略图9协议中的要求，此板不加批次号。		A

										B

										C

				11/4/16		阻抗
impedance		要求的叠层不满足成品板厚。为满足阻抗有调整叠层与线宽。请确认		A		同意Q1的A建议，按附件叠层阻抗控制。		A

										B

										C

				11/4/16		其它
other		此板有单只文件和拼板文件，图10请确认		A		按图10所示理解，2拼板v-cut出货，顺拼板。		A

										B

										C
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Board Name: V17D-30Z853DLU2 | Layers: 6
Board Material: FR-4 Tg: 150 °¢C
Board Thickness: 2.0 mm Spell Mode: 1 X 3
2 Inovance Technology
1: All Sprayed with Tin Solder
2: Soldermask Color: GREEN
3: AUTO(CARS) ID:14256
SIGNATURES:zhengchunhui E_MAIL:zhengchunhui@inovance.cn
TELEPHONE: 18261809799 DATE: 2017-01-21

Hole Wall Thickness: 25um
VERSION 1.0
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